EVG

EV Group revolutioniert Lithographie mit neuer maskenloser Exposure-Technologie

Neue MLE™ Technologie von EVG bietet unibertroffene Flexibilitat, Skalierbarkeit und Kostenvorteile im
Vergleich zu existierenden Lithographieverfahren fur die Hochvolumenproduktion

ST. FLORIAN, Austria, 2. Juli 2019 — EV Group (EVG), ein fuhrender Entwickler und Hersteller von
Anlagen fur Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik
und Nanotechnologie, stellte heute MLE™ (Maskless Exposure), eine revolutiondre Lithographie-
Technologie der nachsten Generation vor, die fiir zukiinftige Back-End-Lithographie-Anforderungen bei
Anwendungen im Bereich Advanced Packaging, MEMS, Bio- und Medizintechnik sowie High-Density-
PCBs entwickelt wurde. Als weltweit erste hochskalierbare maskenlose Lithographie-Technologie fir die
Hochvolumenproduktion vereint MLE hochauflésende Strukturierung mit schnellem Durchsatz und hoher
Produktionsausbeute. Gleichzeitig entfallen die Ublicherweise mit Fotomasken assoziierten, erheblichen
Overhead-Kosten, die zum Beispiel durch die bendétigte Infrastruktur fir das Management und die
Instandhaltung der Masken entstehen. Darlber hinaus bietet MLE unibertroffene Flexibilitat und
ermdglicht so extrem kurze Entwicklungszyklen fir neue Devices bzw. Produkte.

Die MLE-Technology eignet sich fiir alle Wafergréf3en bis hin zu Panels und unterstitzt dank einer
hochintegrierten, geclusterten Schreibkopf-Konfiguration sowie der leistungsfahiger UV-Quelle, die
unterschiedliche Wellenlangen unterstiitzt, alle kommerziell erhaltlichen Resists.

Der Durchsatz von MLE ist von der Komplexitat und Auflésung des Substrat- bzw. Chip-Layouts
unabhéangig und die Technologie erreicht die gleiche Strukturierungsleistung mit beliebigen Fotoresist-
Materialien. MLE erganzt die bestehenden Lithographiesysteme von EVG und zielt auf neue und
zukunftsweisende Anwendungen, bei denen andere Ansétze bzgl. der Skalierbarkeit, Cost-of-Ownership
(Co0O) und anderer Einschréankungen an ihre Grenzen stol3en.

Die MLE-Technologie ist in den Reinraumen am Hauptsitz von EVG bereits vorfuhrbereit. MLE wird in
eine neue EVG Produktlinie integriert, die sich derzeit in der Entwicklung befindet und im nachsten Schritt
angekindigt werden soll.

“Unsere MLE-Technologie tiberzeugt in Back-End-Lithographieanwendungen, wo andere
Strukturierungstechnologien wie z.B. Stepper einen Kompromiss zwischen Leistung und Kosten eingehen
mussen. Die Kunden werden bei lhren Anwendungen zur Strukturierung im Back-End-Bereich nicht
langer zwischen Auflésung, Geschwindigkeit, Flexibilitat oder Cost of Ownership abwagen missen®, so
Paul Lindner, Executive Technology Director bei EV Group. “Bei den ersten Entwicklungsschritten mit
einem ausgewahlten Kundenkreis zeigte sich, dass unterschiedlichste Anwendungen von MLE profitieren
kénnen und wir gehen davon aus, dass noch viele neue Einsatzbereiche hinzukommen werden. Bei der
laufenden Entwicklung erster Produkte, die auf dieser einzigartigen Exposure-Technologie basieren,
freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit zuséatzlichen Partnern aus der Industrie, um mit ihnen neue
Devices und Anwendungen zu identifizieren, die von MLE profitieren werden.”

Neue Herausforderungen fir die Back-End-Lithographie

Nachdem die heterogene Integration zunehmend zur treibenden Kraft hinter vielen Entwicklungen und
Innovationen im Halbleiterbereich wird und dabei Méarkte wie Advanced Packaging, MEMS und PCBs
beeinflusst, steigen auch die Anforderungen an die Back-End-Lithographie. Im Bereich Advanced Packaging
wird die erforderliche minimale Auflésung fur Redistribution Layer (RDL) und Interposer mit ihren stetig kleiner



werdenden Line/Space-Strukturgré3en immer stringenter. In einigen Fallen werden bereits bis zu zwei
Mikrometer oder darunter angepeilt, wahrend Abweichungen bei der Platzierung der Dies und die
Verwendung kosteneffizienter, organischer Substrate gleichzeitig eine hdhere Flexibilitat bei der
Strukturierung erfordert. Die Nachfrage nach héherer Justiergenauigkeit (Overlay) sowie einer hohen
Tiefenscharfe bei der Strukturierung vertikaler Seitenwande steigt ebenfalls. Neue Herausforderungen, wie
z.B. die Minimierung der Muster-Verzeichnung sowie die Verschiebung einzelner Dies bzw. Chips aufgrund
von Verzerrungen der Wafer bei Anwendungen im Bereich Fan-Out Wafer Level Packaging (FOWLP) und die
Unterstitzung dicker und diinner Resists sind nur einige der Kriterien, die heutige und zukinftige
Lithographiesysteme fir Advanced Packaging erfullen mussen.

Bei der MEMS-Produktion mit ihrem komplexen Produktmix haben die Gemeinkosten fur Masken bzw.
Retikel einen steigenden Einfluss auf die Gesamtkosten (CoO), wahrend eine sehr gute Fokussierung fir
die Strukturierung in Graben kritisch ist. Im Markt fur Leiterplatten und im Bio- und Medizintechnikbereich
steigt die Nachfrage nach héherer Flexibilitat bei den Strukturen, um ein breites Spektrum an Feature- und
SubstratgréRen zu erméglichen.

MLE-Technologie im Detail

Die MLE-Technologie von EVG ermoglicht die nahtlose, maskenlose Belichtung der gesamten
Substratoberflache mit hoher Auflésung (< 2 Mikrometer L/S) mit hohem Durchsatz und niedrigen
Gesamtkosten (CoO). Das System ist entsprechend der Nutzeranforderungen durch die Hinzu- oder
Wegnahme von UV-Exposurekdpfen skalierbar, um so den schnellen Ubergang vom Forschungs- und
Entwicklungsstadium in die Hochvolumenfertigung zu erleichtern, den Durchsatz zu optimieren oder die
Anpassung an unterschiedliche Substratgréen und —Materialien zu ermdglichen. Zudem ist das System
ideal fur die Bearbeitung einer Reihe unterschiedlicher Substrate, von kleinen Silizium- oder
Verbundhalbleiterwafern bis zu gréReren Panels geeignet. MLE erzielt bei der Strukturierung dank einer
flexiblen und skalierbaren Hochleistungs-UV-Laserquelle mit mehreren Optionen bzgl. der Exposure-
Wellenlangen unabhéngig von den verwendeten Fotoresists stets die gleichen Leistungsdaten.

Mehr Information Uber die MLE (Maskless Exposure) Technology von EVG finden Sie unter
https://www.evgroup.com/technologies/mle-maskless-lithography/.

Uber EV Group (EVG)

Die EV Group (EVG) ist anerkannter Technologie- und Marktfuhrer fur Prazisionsanlagen und
Prozesslosungen zur Waferbearbeitung in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie.
Zu den Kernprodukten gehdren Waferbonder, Systeme zur Dunnwafer-Bearbeitung, Lithographie- und
Nanopragelithographie-Systeme sowie Fotoresist-Belacker, Reinigungs- und Metrologiesysteme. Das 1980
gegriindete Unternehmen mit Hauptsitz in St. Florian am Inn (Austria) beschéftigt mehr als 850 Mitarbeiter
und betreut mit eigenen Niederlassungen in USA, Japan, Korea, China und Taiwan sowie Reprasentanzen
namhafte Produktionskunden und R&D-Partner in aller Welt. Fir mehr Informationen siehe
www.EVGroup.com.
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